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内容概要

　　电子产品的质量一方面取决于电子技术； 另一方面取决于电子产品的装接工艺。
《电子产品装接工艺》从最基础的工艺知识入手，结合当前广泛应用的装接工艺，循序渐进地介绍了
电子产品的工艺技术，由此来提高读者对电子产品装接工艺的实际应用能力。
全书共12章，内容不仅包括电子产品装接工艺的基础知识，装接常用工具和仪器仪表的使用方法，电
子材料与元器件，印制电路板的设计与制造，装配的准备工艺，电子产品的装联、焊接、装配、组装
技术，调试工艺以及电子产品技术文件等，还设置了万用表装调实例，帮助读者对全书主要内容进行
巩固。
另外，书中的部分章节配有相应的实训项目，供读者选用。
　　《电子产品装接工艺》没有较深的理论知识，主要侧重于工艺过程的详细讲解，读者只需具备基
本的电路理论和电子技术知识就可以轻松阅读。
《电子产品装接工艺》适合作为职业院校电子、信息类专业的专业基础课教材和“无线电装接工”技
能的培训教材，也可供电子类相关专业的学生以及相关的从业人员参考使用。
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